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Konstrukéni pravidla aatema

Zamaskované prokovené otvory

U zamaskovanych prokovenych otvorti o priiméru 0,3 mm a mensi, dochazi k nahodnému hromadéni naboje na povrchu plosek
a k jejich neozlaceni ¢i nepocinovani, coz zplisobuje vady povrchovych uprav a vysokou zmetkovitost vyroby, které nemizeme
nijak ovlivnit. Miize dojit také k uzavieni chemie uvnitf prokovu a snizeni spolehlivosti propojeni.

Abychom tomuto predesli, je nutné zvolit jednu z téchto variant:

1) Odmaskovani prokoveného otvoru tak, aby jim mohly volné protékat procesni kapaliny pfi vyrobé a oplachu.

Z toho diivodu musi byt vS8echny prokovy oboustranné odmaskovany (pramér otvoru +100um)

Tuto upravu by mél mit zakaznik jiz ve vyrobnich datech, nebo bude udélana pri zpracovani dat v Gatema PCB.

Pokud s touto Upravou zakaznik nesouhlasi, musi to specifikovat v objednavce, ale bere tim na sebe riziko nizsi kvality finalniho
povrchu spojeného se zamaskovanymi prokovy nebo riziko zhor§ené spolehlivosti prokovenych otvora.

Via pod maskou pfed Upravou Odmaskované Via po Upravé

2) Pokud zakaznik pozaduje zamaskované prokovy, doporuc¢ujeme pouzit via filling + preplatovani IPC-4761 typ VII.

BGA via pod maskou pfed zaplnénim a pfeplatovanim BGA via pod maskou zaplnéné a preplatované



